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青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活

动类别

 特定对象调研     □ 分析师会议    □ 媒体采访        业绩说明会

□ 新闻发布会       □ 路演活动      □ 现场参观       电话会议

参与单位名称

及人员姓名

鹏华基金、中国人寿保险、海富通基金、华富基金、申万菱信基金、东吴证券、兴

业证券、深圳铭海私募证券、国金证券、中银国际证券、上海国际信托、鸿运私募

基金、野村东方国际证券、长江证券、国盛证券、国联民生证券、华福证券、申万

宏源证券、狮城产业投资咨询(上海)、工银安盛资管、中银基金、浙商证券资管、上

海宁泉资管、瑞银证券、广发证券、同泰基金、长沙美丰资管、财信证券、北京禹

田资管、锂伟锂能投资、中邮证券、上海洛书投资、西安敦成私募基金、北京富智

投资、华源证券、华泰保兴基金、浙商证券、上海齐熙投资、光大理财、汇华理

财、上海睿量私募基金、天风证券、开源证券、深圳海盾赢华基金、深圳市坤厚私

募基金、华西证券、富安达资管(上海)、华泰证券、信达证券、国华兴益保险资管、

国泰海通证券、国海证券、长城财富保险资管、中国银河证券、海南世纪前沿私募

基金、方正证券、杭州长谋投资、东北证券、北京中泽控股集团、民生通惠资产管

理、博远基金、东吴基金、爱建证券、深圳小火资本、景合私募基金(海南)、上海仙

人掌私募基金、路博迈基金、中信建投基金、山西证券、上海于翼资管、南方基

金、上银基金、甬兴证券、西部利得基金、华能贵诚信托、上海喜世润投资管理、

中德证券、鲁商基金、中金资管、安信基金、融通基金

时间 2026 年 3 月 31 日

地点 公司会议室  线上

上市公司

接待人员姓名

总经理     张秀涛先生

财务负责人 崔久华先生

董秘       王目亚先生

IR 经理     熊玉琳女士

投资者关系活动主要内容

1、公司 2025年业绩情况？

2025 年，全球光伏新增装机量保持持续增长，但整体供需仍持续失衡，产能过剩与低效内卷竞争

持续，各环节开工率维持低位，行业整体进入深度调整期。在反内卷政策推动下，虽然各环节价格有

所回升，行业盈利能力适度修复，但企业生存依然承压。同时，公司根据《企业会计准则》及公司会

计政策等相关规定，基于谨慎性原则计提相应减值准备。2025 年公司全年业绩虽然亏损，但季度环比



持续改善，盈利能力快速修复，第三季度及第四季度均实现盈利。2025 年公司实现营业收入 36.50亿

元，同比下降 18.43%，实现归属于母公司股东的净利润-0.41亿元，实现扣非后净利润-1.27亿元，基

本每股收益-0.05元/股。其中第四季度实现收入 12.19亿，实现归属于母公司股东的净利润 0.41亿元，

四季度盈利提升明显。

2、 2025年金刚线出货及盈利情况？

2025 年，公司实现冷拉钨丝母线产能快速扩充，钨丝金刚线细线化技术代差拉大，凭借钨丝金刚

线产品差异化竞争优势，在金刚线市场整体需求量收缩情况下，仍实现了金刚线出货规模稳步增

长。2025 年，公司实现金刚线销量（含自用）约 6700 万千米，其中钨丝金刚线约 5800 万千米，钨

丝占比约 86.57%。金刚线销量（含自用）同比提升 13.56%，市占率实现大幅提升。同时，公司依托

技术创新实现持续降本增效，并克服钨粉持续涨价等不利因素影响，实现了金刚线盈利能力逐步修

复。

3、公司硅片切割加工服务出货规模及开工率情况？

公司充分发挥“设备+工具+工艺”融合发展及技术闭环优势，专业化切割成本优势凸显，克服行

业整体开工率低迷等不利因素影响，凭借更高的出片数、更低的切割成本和更优的产品质量，硅片及

切割加工服务业务订单稳步增长，实现开工率大幅优于行业，同时依托技术创新深耕降本增效，实现

盈利逐步修复。2025 年公司硅片产量约 60GW，已跃居行业前五，渗透率快速提升至 8.82%（以上渗

透率为按照 CPIA统计数据 2025 年行业硅片产量 680GW口径，公司自行测算结果）。

4、公司设备订单海外拓展进展？

公司聚力研发创新，加速设备升级迭代，凭借领先技术优势，产品获全球客户高度认可。2025

年，面对国内市场周期性调整，公司战略性发力海外，实现切割设备海外整厂交付，并落地技术服务

及硅片切割代运营等新模式，构建“设备交付+技术服务+硅片切割代运营”的综合服务模式，推动从

单一设备出口商向全球综合服务商转型，多维度满足客户深层需求。根据市场调研情况来看， 2026 年

海外市场订单机会较为充分，预计将对公司设备订单带来积极影响。

5、公司创新业务的发展情况？

依托在精密切割、精密研磨及电镀化学领域构建的平台化技术体系支撑，公司创新业务实现新品

快速落地，产品矩阵持续完善。2025 年，公司泛半导体设备订单稳步增长，其中 8寸半导体倒角机已

获头部客户订单，8寸碳化硅减薄机及 12寸半导体金刚线切片机凭借领先的技术优势已进入客户试用

阶段；3C领域切割设备快速推向市场，并已形成批量订单；石材、磁材等产品海外订单实现突破并快

速增长，全球化供应能力持续提升。公司已具备泛半导体切磨倒一体化解决方案能力，并将持续提升



产品竞争力，有效支撑公司创新业务未来稳步增长。

6、公司激光和钙钛矿产品布局？

公司始终聚焦光伏硅片切割环节深耕研发，在持续夯实硅片切割核心技术壁垒的同时，积极延伸

光伏激光设备能力，并前瞻性储备钙钛矿电池关键技术，打造多维度技术曲线。 2025 年公司积极整合

外部资源联合开发激光类设备并快速推出设备新品，技术领先优势明显，获得海外客户高度认可，并

获得批量订单。公司将持续提升激光设备性能，加速产品迭代，不断丰富产品矩阵；深入洞察光伏技

术趋势，积极布局钙钛矿电池设备研发并储备钙钛矿电池工艺技术，已建立钙钛矿电池试验线并实现

电池较高转换效率，公司将持续提升钙钛矿电池设备性能及工艺核心技术，实现电池转换效率持续突

破。

7、公司超薄硅片切割技术优势？

公司充分发挥“设备+工具+工艺”融合发展及技术闭环优势，依托半片切割技术研发底蕴，持续

优化半片切割工艺，积极储备超薄硅片切割技术。公司积极携手上下游企业，加快推进 80μm 及 60μm

硅片产业化应用的探索，加速推动矩形片、半片的规模化切割，已具备小批量交付 60-80μm硅片能

力，并已领先行业推出 50μm 及以下超薄硅片且开始送样测试。相较于成熟硅片，50μm 及以下超薄硅

片切割技术难度相对较高，对切片机精度控制、金刚线细线化及切割工艺等等都提出了新的要求，公

司已明确超薄硅片良率持续提升路径，将助力行业加快超薄硅片量产节奏。

附件清单 无

日期 2026 年 4 月 3 日


